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(g) Verfahren zur Herstellung von bereichsweise mehrlagigen Blech-Platinen 
® Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 

bereichsweise mehrlagigen Blech-Platinen, bei denen 

eine kleinere Platine unter Einbringen einer Klebstoffzwi- 

schenschicht mit einer grd&eren Platine zusammenge- 

fugtwird. Vordem Zusammenfugen der Platinen wird die 

Klebstoffzwischenschicht auf die kleinere Platine in einem 

Pulverbeschichtungsverfahren aufgebracht. Bevorzugt 

wird die kleinere Platine vollflachig mit einem die Kleb- 
stoffzwischenschicht bildenden Pulverharz beshichtet, 

wonach die auf Mate zusammengefugten Platinen unter 

Temperatur zu einem Verbund geprefct und vor einem ge- 

meinsamen Tiefziehen abgekuhlt werden. 



s 

U> 



BUNDESDRUCKEREI 07.01 101 370/587/1 14 



BNSDOCID: <DE 10011589A1 J_> 



• - * 



DE 100 11 589 A 1 



i 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
bereichsweise mehrlagigen B lech-Pi at inen, bei denen eine 
kleinere Plaline unter Einbringen einer Klebstoffzwischen- 
schicht mil einer groBeren Platine zusammengefugt wird. 
Zum technischen Umfeld wird beispielshalber auf die 
DE 43 07 563 C2 verwiesen. 

Blechplaunen, die bereichsweise aus mehreren, zumin- 
dest zwei ubereinanderliegenden Lagen bestehen, konnen 
auch als Patchwork-Platinen bezeichnet werden. Bekannt 
sind derartige lokal verstarkte Piatinen, die quasi durch Auf- 
doppeln eines zweiten kleineren Bleches auf die groBere 
Grund-Platine gebildet werden, sowohl mil als auch ohne 
zwischen den einzelnen Lagen vorgesehene Klebstoffzwi- 
schenschicht. Letztere verbesserl nicht nur die Fesugkeit 
des Piatinen- Verbundes, der im ubrigen auch alleine durch 
gcmcin sanies Umformcn und cine daraus cntstchcndc form- 
schlussige Verbindung gebildet werden kann, sondern wirkt 
auch als Korrosionsschutz-MaBnahme. 

Es hat sich herausgestellt, daB dann, wenn fur die Kleb- 
stoffzwischenschicht herkornmliche pastose Stahlblech- 
Rohbauklebstoffe verwendet werden. diese bei einem nach- 
folgenden UmformprozeB, insbesondere bei nachfolgendem 
Tiefziehen der zusanmiengefugten Patch workplatine aus 
dem Uberlappungsbereich der beiden (oder mehreren) Pla- 
unen herausgequetscht werden und das Umform-Werkzeug 
in nicht tolerierbarem MaBe verschmutzen. Die Klebstoff- 
schicht kann jedoch auch durch eine zwischengelegte Kleb- 
stoff-Folie gebildet werden, welche allerdings schwierig zu 
applizieren ist und wobei unerwunschte Lufteinschliisse 
kaum vermeidbar sind. Ferner ist durch den notwendigen 
(und aufwendigen) Folienzuschnitt Abfall nicht zu vermei- 
den. 

Eine AbhilfemaBnahme fiir diese geschilderte Problema- 
tik aufzuzeigen, ist Aufgabe der voriiegenden Erfindung. 

Die Losung dieser Aufgabe ist dadurch gekennzeichnet, 
daB vor dem Zusammenfugen der Piatinen die Klebstoff- 
zwischenschicht auf die kleinere Platine in einem Pulverbe- 
schichtungsverfahren aufgebracht wird. Vorteilhafte Weiter- 
bildungen sind Inhalt der Unteranspriiche. 

ErfindungsgeniaB wird das die Klebstoffzwischenschicht 
bildende Material in Pulverform nach einem an sich her- 
kommlichen Pulverbeschichtungsverfahren aufgebracht, 
und zwar wegen der einfacheren Handhabung bevorzugt auf 
die kleinere Platine. Besonders einfach und hochst wir- 
kungsvoll ist es, wenn diese vollflachig mit einem geeigne- 
ten Pulverharz beschichtet wird, wobei dieser Pulverauftrag 
elektrostatisch oder auf die geeignet vorgewarmte Platine 
gezielt erfoigen kann. 

AnschlieBend hieran konnen die beiden miteinander zu 
verbindenden Piatinen maBgerecht zusammengefiigt, d. h. 
aufeinander gelegt werden, wonach der so gebildete Ver- 
bund unter Temperatur gepreBt bzw. verpreBt werden sollte, 
so daB eine innige Klebverbindung, gebildet durch die Kleb- 
stoffzwischenschicht, entsteht. Vor einem anschlieBenden 
gemeinsamen Tiefziehen sollte dieser Verbund jedoch abge- 
kiihlt werden. Die so angefertigte, noch ebene Patch work- 
Plaune kann danach umgefonnt, d. h. zusammen tiefgezo- 
gen werden, so wie dies in der eingangs genannten Schrift 
beschrieben ist. 

Wird das so gebildete Bauteil oder ein groBerer Bauteil- 
verbund, von welchem dieses so gebildete Bauteil ein Be- 
standteil ist, spater noch lackiert und einem darauffolgenden 
Lacktrocknungsprozcss unter Warmccinwirkung untcrzo- 
gen, so kann hierbei gleichzeitig die endgultige Aushartung 
der Klebstoffzwischenschicht bzw. des Pulverharzklebstof- 
fes erfoigen. Dabei sollte grundsatzlich das die Klebstoff- 



zwischenschicht bildende Pulver thermisch nachvernetzbar 
sein. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren konnen beliebige 
Patch workplatinen form en und -abmessungen kostengunstig 

5 hergestellt werden, wobei es sich vorteilhafterweise urn ei- 
nen abfallfreien ProzeB handelt, da das im Pulverbeschich- 
tungsprozeB uberschussige Pulver aufgefangen und rezy- 
kliert werden kann. Der vollflachige Klebstoff-Auftrag ge- 
wahrleistet gleichzeitig optimalen Korrosionsschutz, wobei 

to aufgrund der Pulverform keine Verschmutzungsgefahr wie 
bei den eingangs genannten pastosen Klebstoffen besteht. 
Im ubrigen laBt sich ein derartiges Pulverharz auch optimal 
dosieren und besitzt gegenuber den eingangs genannten 
Klebstoff-Folien den Vorteil, daB keine Luftblasen einge- 

15 schlossen werden konnen, so daB die Haftung der aufeinan- 
der liegenden Piatinen als optimal bezeichnet werden kann. 

Paten tanspruchc 
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1. Verfahren zur Herstellung von bereichsweise mehr- 
lagigen Blech-Plaiinen, bei denen eine kleinere Platine 
unter Einbringen einer Klebstoffzwischenschicht mit 
einer groBeren Platine zusammengefugt wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB vor dem Zusammenfugen der 
Piatinen die Klebstoffzwischenschicht auf die kleinere 
Platine in einem Pulverbeschichtungsverfahren aufge- 
bracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die kleinere Platine vollflachig mit einem die 
Klebstoffzwischenschicht bildenden Pulverharz be- 
schichtet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die auf MaB zusammengefugten Piatinen 
unter Temperatur zu einem Verbund gepreBt und vor ei- 
nem gemeinsamen Tiefziehen abgekuhlt werden. 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB das die Kleb- 
stoffzwischenschicht bildende Pulver thermisch nach- 
vernetzbar ist. 
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